
  
 

 

２００９年７月１５日 

 

各 位 

 

兼松株式会社 

 

 

下記のとおり、人事異動および組織改編を行いますので、お知らせします。 

 

１． 人事異動  

（８月１日付 ： デバイスカンパニー） 

新 職 現 職 ( 前 職 ) 氏 名 

カンパニープレジデント補佐 
モジュール＆デバイス本部 

副 本 部 長 島田
し ま だ

 武
た け

純
ずみ

半 導 体 第 一 部 長 
セミコンダクター部品本部 

副 本 部 長 野 田
の だ  

 彰
あきら

半 導 体 第 二 部 長 
セミコンダクター部品本部 

特 機 営 業 部 長 大倉
お お く ら

 隆
た か

明
あ き

シ ス テ ム 機 器 部 長 
セミコンダクター部品本部 

東 日 本 営 業 部 長 島田
し ま だ

 弘幸
ひ ろ ゆ き

部 品 ･ 材 料 第 一 部 長 
モジュール＆デバイス本部 

キーデバイス第 一 部 長 深 沢
ふ か さ わ  

 始
はじめ

部 品 ･ 材 料 第 二 部 長 
モジュール＆デバイス本部 

キーデバイス第 二 部 長 浅羽
あ さ ば

 鉄
て っ

平
ぺ い

 
（９月１日付） 

新 職 現 職 ( 前 職 ) 氏 名 

兼 松 米 国 会 社 

ヒ ュ ー ス ト ン 支 店 長 

鉄 鋼 貿 易 部 

第 五 課 長 山 田
や ま だ

 亮
り ょ う

 
 
２． 組織改編 
（８月１日付 ： デバイスカンパニー） 

現行の 2 本部制（セミコンダクター部品本部、モジュール＆デバイス本部）を廃止し、17 部・室・支

店を、半導体第一部、半導体第二部、システム機器部、部品・材料第一部、部品・材料第二部、デバイ

ス統括室の6部・室に再編いたします。 
 
 

以 上   
 

 

【 お 問 い 合 わ せ 先 】 

兼松株式会社 広報室 

TEL：03-5440-8000 


